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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Elektronische Baugruppe 

@ Vorgeschlagen wird eine einfache und kostengunstige 
Anordnung der elektronischen Baugruppe, die einen zu- 
verlassigen Betrieb gewahrleistet. 

Hierzu ist ein als Einprefckontakt ausgebildetes Kontakt- 
element vorgesehen, das mindestens einen in die Leiter- 
platte eingesetzen EinpreBpin zur Ausbildung einer Kon- 
taktstelle auf der Leiterbahnstruktur der Leiterplatte und 
mindestens eine Kontaktzunge zur Ausbildung einer Kon- 
taktstelle auf der zwischen einer ersten Isolationsfolie und 
einer zweiten Isolationsfolie angeordneten Schaltfolie ei- 
ner Leiterfolie aufweist. 

Elektronische Baugruppe als Steuergerat im Kfz-Bereich. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektronische Bau- 
gruppe nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 wie sie 
aus der DE 297 13 988 Ul bekannt ist. 5 
[0002] In vielen Bereichen werden elektronische Bau- 
gruppen fur unterschiedliche Aufgaben und Anwendungen 
eingesetzt; insbesondere sind (bsp. im Kraftfahrzeugbereich 
zur Steuerung und/oder Regelung fahrspezifischer Ablaufe 
oder von Komfortfunktionen) als elektronische Baugruppen 10 
Steuergerate mit Sensoren zur Erf as sung der MeBwerte phy- 
sikalischer GroBen, wie beispielsweise der Temperatur, der 
Drehzahl oder des Drucks und/oder mit Aktoren zur Betati- 
gung von Stellgliedern gebrauchlich. 

[0003] Als Tragerkorper fiir die Bauteile der elektroni- 15 
schen Baugruppe ist ublicherweise eine Leiterplatte vorge- 
sehen, auf der eine Leiterbahnstruktur aufgebracht ist; dane- 
ben kann als weiterer Tragerkorper fiir Bauteile der elektro- 
nischen Baugruppe und/oder als Verdrahtungstrager fiir die 
elektrische Kontaktierung (bsp. zur externen Kontaktierung 20 
der elektronischen Baugruppe) eine Leiterfolie mit einer 
Leiterbahnstruktur vorgesehen werden. Hierbei muB eine 
elektrisch leitende Verbindung zwischen (mindestens einer 
Kontaktstelle) der Leiterbahnstruktur der Leiterplatte und 
(mindestens einer Kontaktstelle) der Leiterbahnstruktur der 25 
Leiterfolie vorgesehen werden; dies wird in der Regel mit- 
tels eines von der Leiterbahnstruktur der Leiterplatte ausge- 
henden Steckverbinders realisiert, der durch Loten oder 
Crimpen und damit dauerhaft fixiert mit der Leiterbahn- 
struktur der Leiterfolie verbunden wird. Wegen der nicht 30 
wieder losbaren Verbindung ist ein derartiger Steckverbin- 
der jedoch fiir viele Anwendungszwecke unvorteilhaft oder 
nicht geeignet. 

[0004] Bei der gattungsgemaBen elektronischen Bau- 
gruppe aus der DE297 13 988 Ul wird die elektrisch lei- 35 
tende Verbindung zwischen der in eine erste Aufnahme ei- 
nes Gehauses eingebrachten Leiterplatte und der in eine 
zweite Aufnahme des Gehauses eingebrachten Leiterfolie 
durch ein U-formiges Kontaktelement realisiert, das durch 
Durchbriiche im Gehause eine AnschluBflache der Leiter- 40 
platte und mit seiner AuBenseite eine AnschluBflache der 
Leiterfolie kontaktiert. 

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
elektronische Baugruppe nach dem Oberbegriff des Patent- 
anspruchs 1 mit einem einfachen Aufbau, einer einfachen 45 
Fertigung, geringen Kosten, einer hohen Zuverlassigkeit 
und vorteilhaften Eigenschaften beziiglich der elektrischen 
Verbindung anzugeben. 

[0006] Diese Aufgabe wird nach der Erfindung durch die 
Merkmale im Kennzeichen des Patentanspruchs 1 gelost. 50 
[0007] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind 
Bestandteil der weiteren Patentanspriiche. 
[0008] Zur elektrisch leitenden Verbindung der Leiter- 
platte der elektronischen Baugruppe mit der Leiterfolie der 
elektronischen Baugruppe und damit zur elektrischen Kon- 55 
taktierung der Leiterbahnstruktur der Leiterplatte einerseits 
und der Leiterbahnstruktur der zwischen einer ersten Isolati- 
onsfolie und einer zweiten Isolationsfolie der Leiterfolie an- 
geordneten Schaltfolie der Leiterfolie andererseits ist ein als 
EinpreBkontakt ausgebildetes, vorzugsweise symmetrisch 60 
aufgebautes Kontaktelement vorgesehen, das mindestens ei- 
nen EinpreBpin zur Kontaktierung der Leiterbahnstruktur 
der Leiterplatte und mindestens eine Kontaktzunge zur Kon- 
taktierung der Leiterbahnstruktur der Leiterfolie aufweist. 
Die zur Kontaktierung der Leiterbahnstruktur der Leiter- 65 
platte vorgesehenen EinpreBpins sind seitlich am Kontakt- 
element angeformt und konnen fiir den EinpreBvorgang im 
gewiinschten Winkel gebogen werden; die zur Kontaktie- 
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rung der Leiterbahnstruktur der Leiterfolie vorgesehene, 
mittig im Kontaktelement angeordnete Kontaktzunge weist 
an ihrer Unterseite im Endbereich mindestens eine Schneide 
zum Freilegen der zu kontaktierenden Leiterbahnstruktur 
auf der Leiterfolie und weiterhin mindestens eine Kontakt- 
zone zur Realisierung einer gasdichten Kontaktstelle auf der 
Leiterbahnstruktur der Leiterfolie auf. Weiterhin ist seitlich 
angrenzend auf beiden Seiten langs zu den Kontaktzonen 
mindestens ein Schleifer zur Gewahrleistung eines zuverlas- 
sigen EinpreBvorgangs angeordnet. 

[0009] Das Kontaktelement ist bsp. als Stanzbiegeteil aus- 
gebildet und besteht aus einem elektrisch leitfahigen Mate- 
rial mit den erforderlichen Federeigenschaften fiir den Ein- 
preBvorgang und damit fur die elektrische Kontaktierung 
der Leiterbahnstruktur der Leiterplatte sowie fiir die elektri- 
sche Kontaktierung der Schaltfolie der Leiterfolie, wobei 
sowohl den Kontaktzungen als auch den Schleifern eine be- 
stimmte Federkraft zugeordnet ist. Bsp. besteht das Kon- 
taktelement aus einer metallischen Legierung, insbesondere 
aus einem kupferhaltigen Kontaktwerkstoff, bsp. aus einer 
Kupfer-Zinn-Bronze (CuSn) oder aus Kupfer-Nickel-Sili- 
zium (CuNiSi). Wahrend des EinpreBvorgangs des Kontakt- 
elements in die bsp. als Bohrung in der Leiterplatte (als 
Durchkontaktierung) ausgebildeten Kontaktstellen der Lei- 
terbahnstruktur der Leiterplatte wird die gesamte Leiterfolie 
von den EinpreBpins durchstochen, wahrend sich die Kon- 
taktzungen und damit auch die auf der Unterseite der Kon- 
taktzungen ausgebildeten Schneiden aufgrund der Feder- 
kraft der Kontaktzunge in einem definierten Winkel zur Ein- 
preBrichtung des Kontaktelements spreizen, wodurch die er- 
ste Isolationsfolie (d. h. die obere, nicht an die Leiterplatte 
angrenzende Isolationsfolie) abgeschalt und die Schaltfolie 
der Leiterfolie in diesem Bereich freigelegt wird; aufgrund 
des beim EinpreBvorgang immer flacher werdenden Win- 
kels der Schneiden der Kontaktzungen beziiglich der Leiter- 
folie kommen die Kontaktzungen und insbesondere die auf 
der Unterseite der Kontaktzungen ausgebildeten Kontaktzo- 
nen der Kontaktzungen (diese Kontaktzonen besitzen vor- 
zugsweise eine rundliche, bsp. eine halbkugelformige Form) 
im eingepreBten Zustand des Kontaktelements auf der 
Schaltfolie der Leiterfolie zu liegen. Aufgrund der Feder- 
kraft der Kontaktzungen und der Materialverformung an der 
Oberflache der Schaltfolie der Leiterfolie (d. h. an der 
Grenzfl ache zwischen der Oberflache der Kontaktzonen der 
Kontaktzungen und der Oberflache der Schaltfolie der Lei- 
terfolie) werden gasdichte Kontaktstellen auf der Schaltfolie 
realisiert; bsp. besteht die Leiterbahnstruktur der Schaltfolie 
der Leiterfolie aus Kupfer und die Kontaktzone der Kon- 
taktzunge insbesondere aus einem Metall, zumindest aber 
weist sie eine metallische Oberflache auf, bsp. eine ver- 
zinnte Oberflache. Durch die seitlich angrenzenden, sich 
langs zu den Kontaktzungen erstreckenden Schleifer des 
Kontaktelements wird aufgrund deren Federkraft verhin- 
dert, daB nach der Kontaktierung der Schaltfolie der Leiter- 
folie durch die Kontaktzonen der Kontaktzungen auch die 
Schaltfolie und die zweite Isolationsfolie von den Schneiden 
der Kontaktzungen durchdrungen und hierdurch beschadigt 
werden (d. h. die zweite Isolationsfolie als untere, an die 
Leiterplatte angrenzende Isolationsfolie, bleibt unversehrt); 
hierzu muB die (riickstellende) Federkraft der Schleifer gro- 
Ber als die Federkraft der Kontaktzungen gewahlt werden, 
was bsp. durch zwei, auf unterschiedlichen Langsseiten je- 
der Kontaktzunge angeordnete Schleifer realisiert wird. 
[0010] Auf der Leiterfolie konnen AnschluBkontakte fiir 
die externe Kontaktierung der elektronischen Baugruppe 
ausgebildet werden, bsp. durch Crimpen oder SchweiBen 
oder Loten auf die Schaltfolie der Leiterfolie aufgebracht 
werden; insbesondere konnen mehrere AnschluBkontakte 
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als SteckeranschluB zusammengefaBt werden und bsp. in ei- 
nem gemeinsamen Gehause integriert werden. An die An- 
schluBkontakte und insbesondere an einen SteckeranschluB 
konnen geeignete AnschluBkomponenten angeschlossen 
werden, insbesondere AnschluBleitungen oder AnschluB- 5 
stecker. 

[0011] Die Bauteile der Schaltungsanordnung der elektro- 
nischen Baugruppe (darunter bsp. auch Sensoren und/oder 
Aktoren) werden auf die Leiterplatte und/oder auf die Lei- 
terfolie aufgebracht und mit der Leiterbahnstruktur der Lei- 10 
terplatte und/oder der Leiterbahnstruktur der Leiterfolie an 
den vorgesehenen AnschluBflachen der jeweiligen Leiter- 
bahnstruktur verbunden. 

[0012] Die elektronische Baugruppe vereinigt mehrere 
Vorteile in sich: 15 
Das Kontaktelement gewahrleistet einen guten elektrischen 
Kontakt sowohl zur Leiterplatte als auch zur Schaltfolie der 
Leiterfolie. 

Aufgrund der vorgebbaren Ausgestaltung des Kontaktele- 
ments kann eine flexible Kontaktierung der (Bauteile der) 20 
elektronischen Baugruppe realisiert werden, wodurch auch 
Anderungen bei der elektronischen Baugruppe (insbeson- 
dere irn Aufbau der elektronischen Baugruppe) schnell und 
kostengiinstig umgesetzt werden konnen. 

Es kann ein rnodularer Aufbau je nach Anforderung an die 25 
Kontaktierung realisiert werden, d. h. das Kontaktelement 
kann flexibel hergestellt werden (bsp. in Abhangigkeit der 
Anzahl der zu kontaktierenden Leiterbahnen) entweder als 
Einzelkontakt zur Ausbildung oder Kontaktierung einer 
Kontaktstelle oder als Mehrfachkontakt zur Ausbildung 30 
oder Kontaktierung mehrerer Kontaktstellen. 
Das Kontaktelement kann auf einfache Weise in einem ko- 
stengunstigen MassenprozeB als Stanzbiegeteil hergestellt 
werden. 

Eine fehlerhafte elektrische Verbindung bzw. Kontaktierung 35 
kann durch Ersatz des entsprechenden Kontaktelements auf 
einfache Weise beseitigt werden; insbesondere kann dies 
durch Auspressen des entsprechenden Kontaktelements, 
teilweises bzw. selektives Entfernen der Leiterfolie (insbe- 
sondere stiickweises Abschneiden der Leiterfolie) und Ein- 40 
setzen eines neuen Kontaktelements mit neuer Leiterfolie 
erfolgen. 

[0013] Im Zusammenhang mit der Zeichnung (Fig. 1 bis 
4) soli die elektronische Baugruppe anhand eines Ausfiih- 
rungsbeispiels erlautert werden. Hierbei zeigen: 45 
[0014] Fig. 1 in einem Ausschnitt eine perspektivische 
Ansicht der elektronischen Baugruppe mit dem Verbund aus 
Leiterplatte und Leiterfolie, 

[0015] Fig. 2 eine Detailansicht des EinpreBkontakts als 
Kontaktelement im Ausgangszustand vor dem Biegevor- 50 
gang des EinpreBkontakts und damit vor dem EinpreBvor- 
gang, 

[0016] Fig. 3 in einem Ausschnitt eine Schnittzeichnung 
der elektronischen Baugruppe mit dem Verbund aus Leiter- 
platte und Leiterfolie in verschiedenen Stadien des EinpreB- 55 
vorgangs (Fig. 3.1 bis 3.3), 

[0017] Fig. 4 eine Detailansicht der Kontaktstelle bei der 
elektrischen Verbindung von Kontaktelement und Leiterfo- 
lie. 

[0018] Als elektronische Baugruppe 1 ist bsp. ein in der 60 
Seitenture eines Kraftfahrzeugs integriertes Tiirsteuergerat 
vorgesehen, das u. a. fur die Ansteuerung der Fensterheber, 
AuBenspiegel und Airbags des Kraftfahrzeugs dient. 
[0019] In der Fig. 1 ist in einem Ausschnitt der Verbund 
aus Leiterplatte 2 und Leiterfolie 3 als Tragerkorper bzw. 65 
Verdrahtungstrager des Tursteuergerats 1 dargestellt. Die 
Leiterplatte 2 besteht bsp. aus glasfasergefulltem Epoxid- 
harz (FR4) und besitzt bsp. die Abmessungen von 60 mm X 
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70 mm x 1.6 mm; auf der Oberseite 25 der Leiterplatte 2 ist 
eine Leiterbahnstruktur 22 mit Leiterbahnen (Verbindungs- 
leitungen) 23 und AnschluBflachen 28 ausgebildet; weiter- 
hin sind in der Leiterplatte Durchkontaktierungen 27 fiir die 
Ausbildung von Kontaktstellen 24 vorgesehen. Auf der 
Oberseite 25 der Leiterplatte 2 sind elektronische Bauteile 
21 angeordnet und auf geeignete Weise mit der Leiterbahn- 
struktur 22 bzw. den AnschluBflachen 28 der Leiterbahn- 
struktur 22 verbunden. In einem Teilbereich der Leiterplatte 
2 ist auf deren Oberseite 25 die Leiterfolie 3 aufgelegt. Die 
Leiterfolie 3 besteht bsp. aus einer eine Leiterbahnstruktur 
32 mit Leiterbahnen 33 aus Kupfer tragenden Schaltfolie 31, 
die zwischen zwei Isolationsfolien 35, 36 angeordnet ist; 
bsp. besitzt die Leiterfolie 3 die Abmessungen von 0.6 mm 
x 40 mm x 500 mm. An bestimmten Kontaktstellen 34 muB 
mit der Schaltfolie 31 der Leiterfolie 3 und an bestimmten 
Kontaktstellen 24 muB mit der Leiterplatte 2 ein elektrisch 
leitfahiger Kontakt hergestellt werden, insbesondere zur 
elektrisch leitenden Verbindung der Leiterbahnstruktur 32 
der Schaltfolie 31 der Leiterfolie 3 mit der Leiterbahnstruk- 
tur 22 der Leiterplatte 2. Hierzu sind die bsp. als Stanzbiege- 
teile aus Kupfer-Nickel-Silizium (CuNiSi) bestehenden 
Kontaktelemente 4 als EinpreBkontakte vorgesehen; durch 
diese EinpreBkontakte 4 wird tiber deren Unterseite 47 so- 
wohl die Schaltfolie 31 der Leiterfolie 3 an bestimmten 
Kontaktstellen 34 und die Leiterbahnstruktur 22 der Leiter- 
platte 2 an bestimmten Kontaktstellen 24 kontaktiert als 
auch eine elektrisch leitende Verbindung dieser Kontaktstel- 
len 24, 34 realisiert. Durch die Leiterfolie 3 wird eine ex- 
terne AnschluBmoglichkeit fur das Tiirsteuergerat 1 bereit- 
gestellt, insbesondere durch Ausbildung von AnschluBkon- 
takten im nicht auf der Leiterplatte 2 aufliegenden An- 
schluBbereich 48 der Leiterfolie 3, bsp. durch Crimpen von 
AnschluBkontakten auf die Schaltfolie 31 der Leiterfolie 3. 
Zur externen Kontaktierung des Tursteuergerats 1 konnen 
bsp. mehrere AnschluBkontakte zur Bildung eines Stecker- 
anschlusses zusammengefaBt werden, an dem bsp. ein An- 
schluB stecker zur Verbindung des Tursteuergerats 1 mit 
weiteren Bauteilen und/oder elektronischen Baugruppen 
und/oder mit Spannungsquellen zur Spannungsversorgung 
angeschlossen werden kann. Bsp. wird das Tiirsteuergerat 1 
uber einen AnschluBstecker mit Bedienelementen des Kraft- 
fahrzeugs verbunden. Weiterhin weist das Tiirsteuergerat 1 
einen in der Zeichnung nicht dargestellten Gehausekorper 
auf, der zumindest die auf der Leiterplatte 2 aufgebrachten 
Bauteile 21 umschlieBt. 

[0020] In der Fig. 2 ist eine Detailansicht des bsp. aus 
Kupfer-Nickel-Silizium (CuNiSi) bestehenden EinpreBkon- 
takts 4 im Ausgangszustand vor dem Biegevorgang des Ein- 
preBvorgang des EinpreBkontakts 4 und damit auch vor dem 
EinpreBvorgang dargestellt. Der als Stanz-Biege-Teil gefer- 
tigte, symmetrisch beziiglich der Langsachse 413 und der 
Querachse 416 ausgebildete EinpreBkontakt 4 weist mittig 
zwei symmetrisch zur Querachse 416 des EinpreBkontakts 4 
angeordnete Kontaktzungen 41 auf, auf deren Unterseite 
411 jeweils am auBeren Ende 412 eine Schneide 43 angeord- 
net ist und auf deren Unterseite 411 jeweils eine bsp. ge- 
pragte Kontaktzone 42 zur Kontaktierung der Schaltfolie 31 
der Leiterfolie 3 vorgesehen ist. Langs der beiden AuBensei- 
ten 414, 415 der Kontaktzungen 41 erstrecken sich jeweils 
zwei symmetrisch zur Querachse 416 des EinpreBkontakts 4 
angeordnete Schleifer 45; die Abmessungen der Schleifer 
45 sind bsp. so gewahlt, daB sie liber das Ende 412 der Kon- 
taktzunge 41 hinausragen. Seitlich der Schleifer 45 ist im 
Bereich der Querachse 416 auf jeder Seite des EinpreBkon- 
takts 4 jeweils ein EinpreBpin 44 angeformt, der beim Ein- 
preBvorgang in die gewiinschte Form gebogen wird; um 
eine Flexibilitat der EinpreBpins 44 insbesondere beim Ein- 
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preBvorgang zu gewahrleisten, konnen in den EinpreBpins 
44 Aussparungen 441 vorgesehen werden. 
[0021] In der Fig, 3 ist eine Schnittzeichnung des Ver- 
bunds aus Leiterplatte 2 und Leiterfolie 3 in verschiedenen 
Stadien der elektrischen Kontaktierung durch den EinpreB- 5 
kontakt 4 dargestellt, in der Fig. 3.1 vor dern EinpreBvor- 
gang, in der Fig. 3.2 wahrend des EinpreBvorgangs und die 
Fig. 3.3 nach dem EinpreBvorgang. Zur elektrischen Kon- 
taktierung der Leiterplatte 2 werden beim EinpreBvorgang 
die abgewinkelten EinpreBpins 44 durch Locher 37 in der 10 
Leiterfolie 3 in die in der Leiterplatte 3 vorgesehenen, zur 
Ausbildung von Kontaktstellen 24 dienenden Durchkontak- 
tierungen 27 hineingedriickt, wodurch iiber die bei einge- 
preBten EinpreBpins 44 gebildeten Kontaktstellen 24 ein 
elektrischer Kontakt zur Leiterbahnstruktur 22 der Leiter- 15 
platte 2 hergestellt wird (Fig. 3.3). Zur elektrischen Kontak- 
tierung der Leiterfolie 3 wird beim EinpreBvorgang durch 
die auf der Unterseite 47 des EinpreB kontakts 4 angeordne- 
ten Schneiden 43 des EinpreB kontakts 4 die obere Isolati- 
onsfolie 35 der Leiterfolie 3 abgeschalt (Fig. 3.2), wodurch 20 
die auf der Unterseite 47 des EinpreBkontakts 4 und darnit 
auf der Unterseite 411 der Kontaktzungen 41 angeordneten, 
bsp. halbkugelformig ausgebildeten Kontaktzonen 42 auf 
der Schaltfolie 31 der Leiterfolie 3 zu liegen komrnen und 
hierdurch Kontaktstellen 34 gebildet werden (Fig. 3.3). 25 
Aufgrund der Federkraft der Kontaktzungen 41 werden die 
Schneiden 43 auf der Unterseite 411 der Kontaktzungen 41 
immer flacher auf die Leiterfolie 3 gedriickt (d. h. der Win- 
kel zwischen den Kontaktzungen 41 und darnit den Schnei- 
den 43 auf der Unterseite 411 der Kontaktzunge 41 und der 30 
Leiterfolie 3 wird irnmer geringer), so daB im Laufe des Ein- 
preBvorgangs und damit rnit zunehmendem Eindringen der 
EinpreBpins 44 in die Durchkontaktierungen 27 ein tieferes 
Eindringen der Schneiden 43 und damit ein Abschalen der 
Folien 35, 31, 36 der Leiterfolie 3 erschwert wird, insbeson- 35 
dere ein Eindringen der Schneiden 43 in die untere Isolati- 
onsfolie 36; dariiber hinaus wird dieses Eindringen der 
Schneiden 43 in die untere Isolationsfolie 36 auch durch die 
Schleifer 45 verhindert, indem diese so ausgestaltet werden, 
bsp. durch Ausbildung mit einem bestimmten Krummungs- 40 
radius, daB die (riickstellende) Federkraft der Schleifer 45 
groBer als die ein Eindringen bewirkende Federkraft der 
Kontaktzunge 41 ist. 

[0022] In der Fig. 4 ist eine Detailansicht der bei der elek- 
trischen Verbindung des EinpreBkontakts 4 mit der Leiterfo- 45 
lie 3 gebildeten Kontaktstelle 34 dargestellt. Aufgrund des 
Drucks beim EinpreBvorgang wird die Grenzflache 46 zwi- 
schen dem EinpreB kontakt 4 und der Leiterfolie 3 verformt, 
d. h. die Grenzflache 46 zwischen der Kontaktzone 42 der 
Kontaktzunge 41 auf der Unterseite 47 des EinpreBkontakts 50 
4 und der Schaltfolie 31 der Leiterfolie 3), wodurch eine 
Materialverbindung (Verschmelzung) des Materials der 
Kontaktzone 42 des EinpreBkontakts 4 (bsp. Kupfer-Nickel- 
Silizium CuNiSi) mit dem Kupfer als Material der Leiter- 
bahnstruktur 32 der Schaltfolie 31 der Leiterfolie 3 stattfin- 55 
det. Hiermit wird eine vor dem Eindringen von Feuchtigkeit 
geschiitzte und damit zuverlassige gasdichte Kontaktstelle 
34 realisiert. 

Patentanspriiche 60 
1. Elektronische Baugruppe (1) 

mit einer eine Leiterbahnstruktur (22) aufweisenden 
Leiterplatte (2), mit einer eine Schaltfolie (31) mit ei- 
ner Leiterbahnstruktur (32) aufweisenden flexiblen 65 
Leiterfolie (3), 

und mit einem Kontaktelement (4) zur Kontaktierung 
der Leiterbahnstruktur (32) der Leiterfolie (3) und der 



Leiterbahnstruktur (22) der Leiterplatte (2), 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das Kontaktelement (4) als EinpreBkontakt minde- 
stens einen in die Leiterplatte (2) eingesetzten EinpreB- 
pin (41) zur Ausbildung einer Kontaktstelle (24) auf 
der Leiterbahnstruktur (22) der Leiterplatte (2) und 
mindestens eine Kontaktzunge (41) zur Ausbildung ei- 
ner Kontaktstelle (34) auf der zwischen einer ersten 
Isolationsfolie (35) und einer zweiten Isolationsfolie 
(36) angeordneten Schaltfolie (31) der Leiterfolie (3) 
aufweist. 

2. Elektronische Baugruppe nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Kontaktzunge (41) auf ihrer 
Unterseite (411) eine Kontaktzone (42) zur Ausbildung 
der Kontaktstelle (34) auf der Schaltfolie (31) aufweist. 

3 . Elektronische Baugruppe nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Kontaktzone (42) eine rundli- 
che Form aufweist. 

4. Elektronische Baugruppe nach einem der Ansprii- 
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Kontakt- 
zunge (41) auf ihrer Unterseite (411) im Endbereich 
(412) eine Schneide (43) zum Freilegen der Leiter- 
bahnstruktur (32) der Leiterfolie (3) aufweist. 

5. Elektronische Baugruppe nach einem der Ansprii- 
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB entlang der 
beiden Langsseiten (414, 415) einer Kontaktzunge (41) 
Jewells ein auf der Leiterfolie (3) aufliegender Schlei- 
fer (45) ausgebildet ist. 

6. Elektronische Baugruppe nach einem der Ansprii- 
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB das Kontakt- 
element (4) als Stanzbiegeteil ausgebildet ist. 

7. Elektronische Baugruppe nach einem der Ansprii- 
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB auf der Lei- 
terfolie (3) des Kontaktelements (4) AnschluBkontakte 
zur externen Kontaktierung der elektronischen Bau- 
gruppe (1) ausgebildet sind. 

8. Elektronische Baugruppe nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB rnehrere AnschluBkontakte zu ei- 
nem SteckeranschluB zusammengefaBt sind. 
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